
重庆回收车规IC回收电感

产品名称 重庆回收车规IC回收电感

公司名称 深圳银源电子

价格 800.00/件

规格参数 品牌:村田、TDK、太诱、国巨、三星
型号:规格不限均有收购
产地:进口

公司地址 深圳市福田区华强北街道华航社区振华路100号
深纺大厦C座2K22

联系电话 15338737949 15338737949

产品详情

重庆回收车规IC回收电感 神湾收购汽车EMMC芯片、东凤收购积压继电器、惠州收购报废太诱电容、贵
阳回收拆机时间继电器、盐城收购拆机DRAM内存、大岭山收购报废立琦IC、嘉兴回收积压铂金系列CP
U、乌鲁木齐收购拆机NFC芯片、淡水回收拆机1200万图像传感器、黄埔收购拆机功率模块、坦洲回收报
废微芯IC、常州回收汽车听筒、松岗收购报废开关芯片、清远回收积压wi-fi芯片、芜湖收购拆机英特尔
十三代CPU、坑梓收购报废双工器、石岩回收积压镁光显存、威海回收积压LPDDR4芯片、博罗回收汽
车陶瓷电容、中堂回收报废贴片电感、石岩收购积压I7系列CPU、绵阳回收汽车双工器、横岗回收汽车
继电器、温州收购积压电子芯片、临沂回收积压插头、沙头角回收拆机铠侠内存、台州收购汽车闪迪CF
卡、小金口回收积压尼吉康电容、浦东回收拆机江波龙内存条、布吉收购积压巴米、南通回收汽车手机
主板、江阴收购报废镁光显存、大朗回收拆机晶圆、麻涌回收汽车库存电子料、沙田回收拆机模拟芯片
、深圳回收拆机立琦芯片、扬州收购汽车电机IC、清远收购积压三工器、清溪收购积压字库IC、银川回
收汽车4G模块、苏州收购汽车三星芯片、成都回收拆机三星字库、绵阳收购汽车立琦IC、顺德收购拆机
LPDDR4x芯片、咸阳回收积压BGA、惠州收购汽车西部数据硬盘、石排回收拆机空调模块、清远收购汽
车送话器、坪山收购汽车内存IC、相城收购积压保护芯片 HF115F-I/012-1H3A、EFM32TG210F32-QFN32
、TPS70950DRVT、DS80C323、CL21C391JC61PNC、PM6108B-FEI、ERJS03F9310V、DE2B3KY331KA3BU
02F、BA78M20FP、GRM1882C1H8R1DA01#、HF18FZ/12-2Z23J1、AWR1843ABSABLRQ1、LM2675M-3.3/
NOPB、GQM22M5C2H2R4DB01#、VCC1-B3F-14M3180000、ERJ2RKF5230X、LTC2851CDD#PBF、ECQU
2A822KL、5962-8955301RA、ERJC1CFR024U、Si8384PS-IU、WFM200S022XNA、EEEFK1V680SP、S9S08R
NA8W2VTJ、GRM0332C1E9R0WA01#、XC3S400A-4FT256I、MABAES0008、RDE5C1H102J0S1H03A、HF
D16/4.5-Z3N、3KP43CA-HF、ERJPA3J163V、HKQ0603S3N8C-T、SZ1SMB59253G、MT47H1G4SHL-37E:D
、GRM155R70J222KA01#、ESD5311N-2/TR、EW710B、FBNL84D61KDBABJ4-10AL、NVTYS005N04CTWG
、TPS5120DR、STM32F070F6P6、GD32F207RGT6、OPA2196IDGKT、LT1618EDD#PBF、NW645、ERX2S
ZGR56U、LCMXO3L-940C-6BG400I、LTC2609IGN#TRPBF、HF32FA/036-HS1、ERA2AEC2611X、ERJP06J
104V、JDV2S09FS、LM224DRG4、CC2510F16RHHR、CC0805JPNPO9BN200、HF13F/A006-2Z23G、S6E2
C29H0AGV2000A、HFE39/6-2DT-L2-R、ERJU03F3R09V、ERJU6RD7152V、TX2SS-L-12V-1-X、CY9AF421
LWQN-G-JNE2、MT41K512M8RH-125K:E、ERJPA3D1181V、H5TG43DFR-H9A、RDE5C1H332J0M1H03A
、ERJP08F4122V、SPC572L64F2BC6AR、SRKP1、CL21C330JBANNNC、MC22XS4200CEK、MAX5035、PS



219B3、TPS72518DCQ、CGA2B1X8R1E333K050BE、MAX32666、AGN260S4HX、ERJU2RD7682X、EEUFR
1J101B、MCZ33810EK、ERJU1TF1R69U、GXM1557U1A132JA02#、LTC3814EFE-5#PBF、PCM1748KE/2K
、ERA3AEB2433V、MC3F8100EQES、SiHF840、LCMXO2-7000HC-4BG256I、TLV704345DBVR、INA821I
DGKR、TL4242DRJR、LQG15HN6N8G02、XCVU27P-1SFGA2577I、MT29G48MANAMAKD-6ITES、TLO
U1002A(T02)、ZL40210LDF1、LP5912-2.8DRVR、CC1206JRX7R9BB563、DS1135L、ERJU06D46R4V WLP(
WaferLevelPackaging)：晶圆级封装，是一种以BGA为基础经过改进和提高的CSP，直接在晶圆上进行大多
数或是全部的封装测试程序，之后再进行切割制成单颗组件的方式。上述封装方式中，系统级封装和晶
圆级封装是当前受到热捧的两种方式。系统级封装因涉及到材料、工艺、电路、器件、半导体、封装及
测试等技术，在技术发展的过程中对以上领域都将起到带动作用促进电子制造产业进步。晶圆级封装可
分为扇入型和扇出型，IC制造领域巨头台积电能够拿下苹果A10订单，其开发的集成扇出型封装技术功
不可没。 

重庆回收液晶IC回收家电芯片
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